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#

#

#
Pin Number# Pin Name# Description#

1 # VDD# 电源#

2 -3# FB # 系统反馈#

4 # CS # 检测电流输入脚#

5-6 # D # 内置功率MOS的漏极#

7 
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Parameter Symbol  Test Conditions  Min  Typ  Max  Unit  

Supply Voltage Section(VDD Pin)#

;-:5-'%.#6%55 &-#@&-7#NEE#.@&# 9NEEa3-# # # (# (H# %"# #

b%@ 36 &-#6%55 &-#@&-7#NEE#.@&# 9b# # # )!H# *# 8"#

<. 5:-@7&#M%55 &-# 9NEEa<.#
N[Dc*!*NC#
NEEc*\N#

)!G# )!># )!+# 8"# #
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电参数曲线图 
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#

功能描述  /  Functional Description  

 

BRAD6315DSA是一款高性能、多模式且采用断续模式（DCM）工作的原边控制器。芯片内置高

精度的恒流、恒压控制机制结合完备的保护功能，使其适用于小功率离线式电源应用中。 

 

系统启动 

在芯片开始工作之前，BRAD6315DSA仅消耗典值为2uA的启动电流，超低启电流可以帮助增加IC

的启动速度，同时采用内置高压启动模式可以有效降低待机功耗。当VDD电压超过开启电压（典型值 

16.3V），BRAD6315DSA开始工作并且芯片工作电流上升到1mA（典型值）。之后VDD 电容持续为

芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为 芯片供电。 

当芯片进入到超低频工作模式中，BRAD6315DSA的工作电流便进一步降低到0.5mA（典型值），

以帮助降低系统待机功耗 

原边恒压控制（PSR-CVM） 

在原边控制技术中，当原边向副边传输能量时，通过采样与副边绕组耦合的辅助绕组电压，得到输

出电压反馈信号.图 2 展示了BRAD6315DSA 内部 CV 电压采样时序以及关键波形。随着副边电流的

续流到零，存在着副边续流二极管导通压降VF 的降低过程。为了通过辅助绕组获得高精确的输出电压

信息，芯片内的恒压采样模块屏蔽了由于漏感导致的关断时刻的电压振荡。当恒压采样过程结束时，内

部的采样保持模块记录下反馈误差并通过内部的误差运算放大器将其放大。原边恒压控制模块利用误差

运算放大器的输出实现高精度的恒压输出。芯片内部恒压输出基准为高精度的 2V。 
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功能描述  /  Functional Description  

 

在恒压采样过程中，BRAD6315DSA内部有一可变电流源从FB管脚流出用作线损补偿，如图2所示，

由此将在FB波形上产生一电压阶梯。图2也展示了消磁过程中FB电压平台的量化关系： 

 

 

 

 

其中，Vo和VF分别为输出电压和副边续流二极管导通电压；R1和R2为由辅助绕组连接到FB管脚的

分压电阻；Ns和Na分别为副边绕组和辅助绕组匝数。当系统进入到过载模式后，随着输出电压的降低

FB电压将降低至内部输出电压基准2V以下，之后芯片也将自动进入到恒流输出模式中。 

 

原边恒流控制（PSR-CCM） 

芯片利用FB管脚电压和CS管脚电压的时序关系，可以实现高精度的恒流输出控制。如图3所示，在 

恒压输出模式当系统输出功率增加且接近恒流输出控制点时，原边电感电流达到其最大值。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

如图3以上所示，原边电感电流、变压器匝比、副边消磁时间（Tdem）和开关周期时间（Tsw）决

定了副边平均输出电流。如果忽略漏感的影响，副边平均输出电流的公式在图3已示。当输出电流达到

原边恒流控制模块的输出基准时，芯片将进入调频工作模式中，无论输出电压低于恒压输出基准或者具

体如何，只要VDD电压不低于其关断电压芯片将持续工作。在BRAD6315DSA内部，在恒流输出模式

中消磁时间Tdem与开关周期Tsw的比例被严格控制为1/2。所以实际平均输出电流可以表示为： 

 

 

 

 

其中： 

N----变压器原边绕组与副边绕组匝数之比。 

Rcs---连接于MOS管源极与GND之间的采样电阻。 

#
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功能描述  /  Functional Description  

 

多模式恒压工作 

如图4所示，为了满足严苛的平均效率和待机功耗要求，BRAD6315DSA采用了调幅控制（AM）

和调频控制（FM）结合的多模式控制技术。接近满载输出时，系统工作在调频工作模式中；在轻重载

条件下，系统工作在调频工作和调幅工作模式中；当系统接近空载输出时，系统工作在调频模式中以降

低待机功耗。利用此种控制技术，系统可以获得低于70mW的待机功耗。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可调式线损补偿（CDC） 

在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连，由此也将导致输送到

电池端的电压产生一定的电压降。如图5所示，在BRAD6315DSA 内部存在由线损补偿模块控制的可

调式电 流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。此电流正比于开关周期，

而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低，在FB上的偏置电压将

被提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。最大的线损补电压与输出
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外形尺寸图  /  Package Dimensions 
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印章说明  /  Marking Instructions 

#

#
#

#

#

说明： 

BR：  为公司代码 

6315D：  为产品型号 

****:   为生产批号代码，随生产批号变化 

#

^7- ：#

D ：# # M78.:&I#M7J #

FG*HE：## =57J%6-#XI.#

gggg/## # S7-#^7!M7J C67J #6,:&B #1@-,#S7-#^7#

D #
FG*HE#

gggg#
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回流焊温度曲线图(无铅)  /  Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free) 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明：# # # # # # # # # # # ^7- /#

*、预热温度 *H)～*\)℃，时间 F)～+)3 6h# # # *!=5 , :-@&B/*H)i*\)℃C#X@8 /F)i+)3 6!#

(、峰值温度 (QH±H℃，时间持续为 H±)!H3 6h# # (!= :A#X 8.!/(QH±H℃C#E%5:-@7&/H±)!H3 6!#

G、焊接制程冷却速度为 (～*)℃03 6!# # # # G! M77?@&B#;. J/#(i*)℃03 6!#

#

耐焊接热试验条件  /   Resistance to Soldering Heat Test Conditions 

#

温度：(F)±H℃# # 时间：*)±*#3 6!# # # # X 8.!/(F)PH℃# # X@8 /*)P*#3 6#

#

包装规格  /  Packaging SPEC. 

卷盘包装# # 0# # WWS#

=:6A:B #XI. #
封装形式#

Y&@-3#包装数量# E@8 &3@7&#包装尺寸 K%&@-：88GL#
Y&@-30 ?#
只0卷盘 




